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Beschreibung 

Vorrichtung zum Kiihlen von Speichermodulen 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Kiihlen von Spei- 
chermodulen gemaS Patentanspruch 1. 

Speicherbauelemente , die beispielsweise in Computern einge- 
setzt sind, erzeugen Warme . Diese Warmeentwicklung wird mit 
zunehmender Leistung groSer, wobei die Warme abgefiihrt werden 
muS, um ein Uberhitzen der Speicherbausteine zu vermeiden. 
Eine Moglichkeit , dieser Warmeentwicklung entgegenzuwirken, 
ist die Betriebsspannung herabzuset zen . Um die entstehende 
Warme abzuleiten, ist es iiblich, in Computergehausen bei- 
spielsweise Lufter einzusetzen, die die aufgewarmte Luft in 
der Umgebung der Bausteine nach auSen zu transport ieren . Auch 
ist es durchaus schon bekannt, einzelne Speicherbausteine, 
wie beispielsweise auf Graf ikkarten, direkt zu kiihlen. 

Heutzutage ist es in der PC-Technik iiblich, die Speicherbau- 
steine als sogenannte "DIMM" -Module zu realisieren. Dabei 
werden einzelne Bausteine zusammengef aSt als Modul auf einer 
Karte montiert und diese Karte dann auf der Hauptplatine dem 
sogenannten "Motherboard" auf gesteckt . Um diese DIMM -Module 
in einem PC anzusprechen, sind auf der Hauptplatine Slots zum 
Aufnehmen eines oder mehrerer dieser Speichermodule angeord- 
net. Zur Vermeidung von Signallauf zeiten sind die DIMM -Module 
iiblicherweise in der Nahe des Prozessors angeordnet , 

Die bisher iiblichen Kiihltechniken haben dazu gefiihrt, date mit 
den bisherigen Losungen nur eine unzureichende Kiihlung er- 
f olgt . Die Zunahme der Warmeentwicklung wachst, und die War- 
meentwicklung verteilt sich wegen ungleichmaSiger Zugriffe 
auf Teilbereiche des gesamten zur Verfiigung stehenden Spei- 
cherplatzes nicht auf alle Speichermodule homogen. Genauso 
kann zu ungleichmaSiger Erwarmung der Speicherbausteine in- 
nerhalb eines Moduls kommen, da Stromauf nahme und damit die 
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Warmebildung im aktiven Modus sehr viel groSer als im Stand- 
by-Modus ist. Weiterhin nehmen die Speichermodule von mehre- 
ren Warmetragern wie Prozessor und Grafikkarte je nach Di- 
stanz zu diesen unterschiedliche Warmemengen auf . Daraus re- 
sult iert eine sehr viel groSere Warmebelastung derjenigen 
Speicherbausteine , auf die gerade zugegriffen wird. Umgekehrt 
ist es aber wunschenswert , die Temperaturschwankung jeder 
Speicherzelle moglichst gering zu halten. 

Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zugrunde, die in im- 
mer groSerem MaSe anfallende thermische Leistung von Spei- 
cherbausteinen abzufuhren und ubermafiige Temperaturschwankun- 
gen zu vermeiden. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS durch die im Patentan- 
spruch 1 angegebenen MaSnahmen gelost . Dadurch, daS alle 
Speichermodule miteinander iiber eine warmeleitende Brucke in 
thermischem Kontakt stehen, ist fur eine gleichmaSige Warme- 
belastung gesorgt . 

In einer vorteilhaf ten Ausbildung ist eine vergrofierte Ober- 
flache mittels Kiihlrippen vorgesehen, um die Warme besser ab- 
zuleiten. Aufierdem kann mit einem Lufter oder einem Peltier- 
Element die Kiihlung aktiv verbessert werden. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteranspru- 
chen angegeben. Die Erfindung wird nachfolgend an einem Aus- 
f uhrungsbeispiel anhand der Zeichnung naher erlautert. 

Es zeigen: 

Figur 1 den Einsatz der erf indungsgemaSen Vorrichtung auf 
einem Motherboard, 

Figur 2 die Vorrichtung in einer Querschnittsdarstellung, 
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Figur 3a bis c unterschiedliche Ausf uhrungsf ormen des Grund- 
korpers . 

Figur 1 zeigt in prinzipieller Darstellung die Hauptplatine 
bzw. das "Motherboard" 2 eines PCs. Schematisch dargestellt 
ist die Anordnung mit einem Prozessor 3, Steckplatzen 4 fur 
Peripheriekarten und einer Kuhlvorrichtung 1 fur Speichermo- 
dule 5, die die Speichermodule 5 zum groSten Teil uberdeckt . 

Figur 2 zeigt einen Querschnitt durch die in Figur 1 darge- 
stellte Kuhlvorrichtung 1. Die Speichermodule 5 sind uber 
Steckplatze 6 mit dem Motherboard 2 verbunden. Die Speicher- 
module 5 umfassen dabei eine Platine 7 zur Aufnahme mehrerer 
Speicherbausteine 8. Die Kuhlvorrichtung 1 besteht aus einem 
Grundkorper 10 und Elementen, mit denen eine thermische Ver- 
bindung zu den Speichermodulen 5 hergestellt ist. Uber Fe- 
derelemente 11 wird eine Kontakt f lache 12 an die Speicherbau- 
steine 5 gedriickt . Die Kontaktf lache 12 ist dabei mit dem 
Grundkorper 1 0 verbunden . 

In einer bestimmten Ausgestaltung weist die Kontakt f lache 12 
eine Isolierschicht 13 auf . Die Kontakt f lache 12 stellt zwi- 
schen Grundkorper 10 und den Speicherbausteinen 8 eine Ver- 
bindung her, die einen guten WarmefluS gewahrleistet . Dazu 
drucken die Federelemente 11 die Kontaktf lache 12 plan anlie- 
gend an die Speicherbausteine 8. Durch das Andriicken ist eine 
kraf tschliissige Verbindung zwischen dem Grundkorper 10 und 
dem Speicherbaustein 8 hergestellt. Die Kuhlvorrichtung 1 ist 
durch diese MaSnahme genugend fest an dem Speicherbaustein 
fixiert, auch wenn der Computer gekippt aufgestellt oder 
transportiert wird. 

In Figur 2 ist eine Anwendung mit vier Speichermodulen 5 dar- 
gestellt. Dabei sind zwei der Speichermodule 5 beidseitig und 
zwei einseitig mit Speicherbausteinen 8 bestiickt . Die Kon- 
takt flachen miissen aber immer, auch wenn die Gesamtdicke aus 
Speicherbaustein 8 und Platine 7 variiert, eine kraftschlus- 
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sige warmeleitende Verbinciung herstellen. Deshalb ist in ei- 
ner weiteren Ausgestaltung fur die Kontaktf lachen 12 eine 
flexible Verbindung 14 vorgesehen. Eine Isolat ionsschicht 13 
auf der Kontaktf lache 12 verhindert als vorteilhafte Ausges- 
taltung das KurzschlieSen von nicht isolierten Leitungen auf 
dem Speichermodul . 

Insgesamt ist durch diese Anordnung vorgesehen, daS alle 
Speicherbausteine aller von dem Grundkorper 10 umgebenden 
DIMM -Module eine annahernd gleich gute thermische Verbindung 
zum Grundkorper 10 aufweisen und somit eine einheitliche Er- 
warmung aller Speicherbausteine gewahrleistet ist. 

In Figur 3a ist eine Ausf iihrungsf orm eines Grundkorpers 10 
mit zusatzlich angeordneten Kiihlrippen 14 dargestellt. Der 
Einfachheit halber sind nur einige Kiihlrippen 14 angedeutet, 
sie konnen jedoch tatsachlich iiber der ganzen Oberf lache des 
Grundkorpers 10 verteilt sein. Mit diesen Kiihlrippen 14 wird 
eine VergroSerung der Oberflache des Grundkorpers dargestellt 
durch die im Grundkorper 10 gespeicherte Warme schneller an 
die umgebende Luft abgegeben wird. 

In Figur 3b ist eine andere Ausgestaltung des Grundkorpers 10 
dargestellt. Mittels eines Liifters 6 wird die aufgewarmte 
Luft, die die Kiihlvorrichtung umgibt, kontinuierlich durch 
kaltere Luft ersetzt. Die Kiihlleistung des Liifters ist dabei 
temperaturabhangig regelbar . 

Figur 3c zeigt eine Ausfiihrung des Grundkorpers 10, bei dem 
die Kiihlung mittels eines Peltier-Elements 16 dargestellt 
ist. Ein Peltier-Element wirkt vergleichbar wie eine Warme- 
pumpe und erzeugt einen Temperaturgradienten . Dieser bewirkt, 
daS die der Kiihlvorrichtung zugewandte Seite sich wie eine 
Warmesenke verhalt und somit Warme vom Grundkorper 10 auf- 
nimmt . 
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Alle zuvor dargelegten Ausf uhrungsf ormen und die Ausgestal 
tung des Grundkorpers konnen selbstverstandlich miteinande 
kombiniert werden, um die thermische Leistung, die von den 
Speichermodulen abgegeben wird, effektiv abzufuhren. 
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Patentanspruche 

1. Vorrichtung zum Kiihlen von Speichermodulen, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Vorrichtung Elemente zur thermischen Kopplung mindestens 
zweier Speichermodule (2, 3) aufweist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Vorrichtung einen im Langsschnitt kammformigen Grundkor- 

per (10) aufweist. 

3 . Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 , 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Vorrichtung plan aufliegende Kontaktf lachen (12) auf- 
weist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, date 

die Kontaktf lachen (12) uber Federelemente (11) mit dem 
Grundkorper (10) verbunden sind. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 
der Grundkorper (10) aus Aluminium gefertigt ist . 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

auf der Oberflache der Kontaktf lache (12) zumindest teilweise 

eine Isolationsschicht (13) ausgebildet ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
der Grundkorper (10) Kiihlrippen (5) aufweist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, date 
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der Grundkorper (10) einen Liifter (6) als aktives Kiihlelement 
auf weist . 

9. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Grundkorper (10) ein Peltier-Element als aktives Kuhlele- 
ment auf weist . 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das aktive Kiihlelement in einem Temperatur-Regelkreis einge- 
bettet ist. 



P2003, 0279 



8 

Zusammenf assung 

Vorrichtung zum Kiihlen von Speichermodulen 

Es ist eine Vorrichtung zum Kuhlen von Speichermodulen vorge 
sehen, bei der die Vorrichtung Elemente zur thermischen Kopp 
lung mindestens zweier Speichermodule aufweist. 



Figur 2 
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